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Herstellen von Leiterplatten - Helmut Weigl

Nachstehende Ausflihrungen geben meine Meinung wieder. Eine Haftung wird nicht
Ubernommen!

Vorbemerkungen:

Fir das RoeTest lasse ich inzwischen Leiterplatten fertigen, da doppelseitig
durchkontaktierte Leiterplatten, noch dazu in dieser GroBe, kaum
selbsthergestellt werden kdonnen.

Flr andere Projekte mache ich meine Leiterplatten selbst.

Ich glaube, daB die Scheu vor der Selbstherstellung unbegriindet ist.
Leiterplattenfertigen ist zwar mit etwas Arbeit verbunden, aber einfach und relativ
preiswert. Wendet man das richtige Verfahren an, sind auch keine teuren Geréate
erforderlich. Im Internet gibt es unzéhlige Anleitungen Uber das Leiterplattenfertigen.
Nur wenige halte ich fir praktikabel.

1. Belichtungsfilm:

Ich drucke mit Laserdrucker die Layouts auf Klarsichtfolie und lege 2 Folien

Ubereinander (am Rand zusammenkleben).

Fehlermdglichkeiten:

» Falscher MaBstab (MaBe der Leiterplatten sind in Bestlickungsplénen
angegeben).

» Seitenverkehrt (Leiterplattenvorlagen 1:1 ausdrucken, Farbseite muB an Platine
gepresst werden, so daB Textaufdruck bei Blick auf die Unterseite der Platine
lesbar ist).

» schwarze Stellen sind nicht lichtdicht

->Lésungsmdglichkeit: Besitzt man keinen geeigneten Laserdrucker, kann man fr

wenige Euros perfekte Filme herstellen lassen. Ich habe z.B. folgende Adresse im

Internet gefunden: www.cadgrafik-bauriedl.de/leiterplattenfilme.htm (ohne Gewahr).

2. Leiterplattenmaterial:

Ich bevorzuge QualitatsLeiterplattenmaterial von Bungard. Vorteil: GleichméaBige
Qualitat. Hohe Spielrdume bei Belichtungs- und Entwicklungszeit. Unbedingt
erforderlich: Epoxidmatrial (Festigkeit). Pertinax halte ich fir hochwertige Gerate als
ungeeignet.



3. Belichtung:

Die Leiterplatten fir das RoeTest2 habe ich noch mit einer einfachen Osram-
Nitraphot-Lampe belichtet:

Wichtig dabei: Ist die Belichtungsvorlage lichtdicht, kann ruhig etwas langer
belichtet werden. Dies ist wichtig, da die Lampe nur punktuell strahlt und die Lampe
bei der groBen Hauptplatine mehrfach versetzt werden muf3. Vor Belichtung der
groBen Platine sollte erst ein Belichtungstest an einem Stlick Leiterplattenrest
durchgefihrt werden (Belichtungsdauer bei bestimmten Abstand). Fir die groBe
Platine benétigte ich etwa 20 Minuten um alle Stellen etwa gleichméaBig zu belichten
(ist ein bisschen Glicksspiel mit dieser Methode).

Fehlermdglichkeiten: Zu kurz belichtet, Vorlage nicht lichtdicht
Die Komfort-L6sung:

Inzwischen habe ich mir selbst ein Belichtungsgerat gebaut. Im Internet gibt es
zahlreiche Bauanleitungen fiir ein Belichtungsgerat aus Gesichtsbraunern und
Scannern. Diese sind fir meine Zwecke zu klein. Ich habe mir ein etwas gréBeres
Gerat aus zwei Gesichtsbraunern (8 UV-Rdhren) und einer passenden Holzkiste
gebaut (incl. Timer). Als Glasscheibe geht Ubrigens normales Fensterglas. Mit
meinem neuen Belichtungsgeréat kann ich Leiterplatten bis zu 41 x 25 cm innerhalb
von 2 Minuten belichten.



Die Ergebnisse der Belichtung sind hier gleichbleibend perfekt.



4. Entwickeln:

Zum Entwickeln, wassern, Atzen und wieder wéssern, habe ich mir eine eigene
"Atzstrasse" gebaut. Diese besteht nur aus Plastikwannen aus dem
Haushaltswarenbedarf, die es in jedem Baumarkt gibt.

Um die Platine im Entwickler- und Atzbad bewegen zu kénnen, habe ich aus Plastik
(Baumarkt) eine flache Wanne mit Griff gebogen (mit Heissluftféhn erwarmen). So
kann ich - ohne in die Atzlésung fassen zu miissen - die Platine bewegen und
herausnehmen (mit einer Pinzette wirde ich standig abrutschen und die Fotoschicht
beschadigen).

Y

zstrasse - Enwickler, Atzbad und Wasserbad

Bitte den Entwickler nach der Gebrauchsanweisung in warmen Wasser ansetzen.
Wichtig: Das Pulver des Entwicklers muB vollstandig aufgel®st sein! Verhaltnis von
Pulver zu Wasser richtig ansetzen (normalerweise 1 MeBl6ffel pro Liter Wasser).

Die Entwicklung ist véllig unkritisch. Platine eintauchen und etwas bewegen. Stimmt
die Belichtung, l6sen sich die belichteten Stellen von selbst auf (bitte nicht auf der
Platine reiben). Bei QualitatsLeiterplattenmaterial und lichtdichter Belichtungsfolie
kann die Platine auch etwas langer im Entwicklerbad bleiben, ohne daB Fehlstellen
auftreten.



5. Atzen:
Die im Internet meist empfohlenen Atzmittel haben einige Nachteile:

Eisen-Ill-Chlorid: Gelbe Sauerei, bendtigt Warme
Fein-Atz-Sulfat (od. ahnliches): Sauber, aber teurer und bendtigt Warme

Wegen des Warmebedarfes bendtigt man fir diese Atzmittel eine Atzmaschine. Eine
Atzmaschine in der benétigen GréBe haben wohl nur wenige Hobby-Elektroniker!

Meine LOsung - die Salzsauremethode:

Sicherheitshinweise:

Diese Methode ist bei umsichtiger Anwendung auch nicht gefahrlicher (giftig sind alle
Atzmittel): Unbedingt Augen und Hande schiitzen. Atzvorgang nur im Freien
(atzende Dampfe nicht einatmen). Vor Kindern und Tieren schiitzen. Verbrauchte
Atzlésung an Problemmdillsammelstelle geben.

Man benétigt:

- Salzsaure 30% (Drogerie)

- Wasserstoffsuperoxid 30% (Drogerie)
- Wasser

- Atzschale

Zuerst ein Teil Wasser, dann ein Teil Salzsaure und dann einen kréaftigen Schuss
Wasserstoffsuperoxid in die Atzschale (richtige Reihenfolge!). Platine einlegen und
ab und zu etwas bewegen. Ist der Atzvorgang zu langsam, dann etwas
Wasserstoffsuperoxid nachfiillen (bitte nicht Gbertreiben, bei zu viel
Wasserstoffsuperoxid entstehen starke Dampfe).

Diese Methode lauft vollig automatisch und sauber ab. Ganz ohne Gerate oder
Erwarmung. Die Atzlésung kann mehrfach wiederverwendet werden (nur wieder
etwas Wasserstoffsuperoxid zugeben).

AnschlieBend Platine gut mit Wasser sptlen.



6. Platine Zusagen:

Es geht prima mit dem Laubsagebogen und Metallsédgeblattern. Die Kanten lassen
sich mit grobem Metall-Schmirgelpapier geradeschleifen. Schleifpapier auf den Tisch
und Platine dariiberziehen. Auch ein Bandschleifer ist gut geeignet um die Kanten
auf das richtige MaB zu bringen.

7. Restlichen Fotolack entfernen:
Getrankter Lappen mit Spritus, Azeton oder Nitro-Verdinnung.

8. Létlack:
Aus Sprihdose dinn aufsprihen und mindestens einen Tag trocknen lassen.

9. Bohren:

Hier ist unbedingt eine Minibohrmaschine (z.B.Proxxon) und ein Bohrstander
erforderlich. Die meisten Bohrlécher haben einen Durchmesser von 0,8mm. Fir
einige Bauteile sind etwas gréBere Lécher erforderlich. Unbedingt mehrere Bohrer
besorgen und nur mit scharfen Bohrern bohren. Die meisten Anleitungen besagen,
daB mit hoher Drehzahl gebohrt werden muB. Ich halte aber eine geringere Drehzahl
(ca. 5000 Umdrehungen/s) fir besser geeignet, da die Bohrer erfahrungsgeman
weniger verschleiBen. Das Bohren vieler Locher dauert etwas. Aber es muB ja nicht
alles an einem Tag geschehen.



10. Loten:

Eine Létstation mit feinen Létspitzen sollte fir jeden Hobby-Elektroniker Pflicht sein.



Ein Nachbauer informierte mich Uber einen interessanten Leiterplattenhersteller:

www.Leiterplattenbelichter.de

GemalB Preisliste ist sie echt glnstig. Leider ist die max. Leiterplattenflache
beschrankt und Durchkontaktierungen nicht méglich.

(Hinweis: FUr die Qualtitat dieser Firma kann ich natdrlich keine Garantie
Ubernehmen).



